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1BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Pengelasan merupakan bagian yang penting dalam suatu proses industri, dan
kebutuhan akan pengelasan sangat tinggi oleh karena itu teknologi pengelasan
semakin lama semakin berkembang. Penggunaan teknologi las biasanya dipakai
dalam bidang konstruksi, otomotif, perkapalan, pesawat terbang, dan bidang lainnya
yang dalam beberapa tahun terakhir ini mengembangkan teknologi material ringan
seperti alumunium alloy.
Dalam dunia industri, pengelasan dilakukan dengan sistem pengelasan
consumable electrode sedangkan untuk pengelasan spot umumnya dengan metode
pengelasan Resistance Spot Welding (RSW). Metode pengelasan spot metode ini
memiliki beberapa kelemahan dalam bidang produksi, salah satunya adalah investasi
biaya yang tinggi karena dalam hal ini pengadaan peralatan RSW mahal.
Baru-baru ini, varian dari FSW disebut friction stir spot welding (FSSW) telah
dikembangkan dan diimplementasikan dalam industri otomotif sebagai pengganti
resistance spot welding untuk aluminium. Pada dasarnya, sistem kerja FSSW sama
dengan FSW, yang membedakan adalah gerakan dalam proses eksekusi. Pada FSW,
tool bergerak sepanjang bagian yang dilas, sedangkan FSSW terfokus pada
sambungan satu titik yang disebut sebagai sambungan titik (spot). Selama proses
FSSW, pin mengalami kontak langsung dengan benda kerja untuk waktu yang lebih
lama. Akibatnya, gaya gesekan antara pin dan benda kerja menghasilkan sebagian
besar energi panas. Karakteristik ini membuat proses FSSW berbeda dari proses FSW
(Awang, 2007).
Proses pengerjaan las spot dengan teknologi FSSW untuk penyambungan plat,
membutuhkan landasan atau backing plate agar spesimen tidak bergerak atau
bergeser ketika dikenai gaya dari tool. Landasan atau backing plate yang digunakan
2ini berupa permukaan yang datar sehingga pengerjaan FSSW terbatas untuk
permukaan atau penyambungan plat yang datar dan lurus. Penggunaan landasan atau
backing plate dalam FSSW berpengaruh pada suhu puncak pengelasan dan waktu
pendinginannya. Landasan atau backing plate akan  menerima panas ketika proses
pengelasan berlangsung  akibat gesekan yang terjadi antara plat dan tool pada FSSW.
Penggunaan landasan atau backing plate pada FSW menunjukan perbedaan
suhu yang signifikan ketika menggunakan landasan atau backing plate yang berbeda.
Hal ini menunjukan bahwa penggunaan landasan atau backing plate yang memiliki
konduktifitas bervariasi sangat penting dalam proses pengelasan FSW (Upadhyay,
2012).
Backing plate memiliki konduktivitas termal yang berbeda dalam tiap material
yang digunakan. Penelitian peningkatan konduktivitas termal mengakibatkan
penurunan temperatur puncak pengelasan. Backing plate dengan konduktivitas termal
yang berbeda menyebabkan terjadinya variasi cacat, kekerasan yang berbeda, dan
kekuatan tarik geser yang berbeda (Zubaydi dkk, 2014).
Penelitian teknologi pengelasan dengan metode FSSW ini akan membahas
tentang Analisa Pengaruh Konduktivitas Termal Backing Plate Terhadap Sifat
Mekanik Sambungan FSSW AA 5052-H32 serta fenomena yang terjadi ketika proses
pengelasan berlangsung.
1.2 Rumusan Masalah
Dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa banyak parameter yang dapat
mempengaruhi kualitas pengelasan spot dengan metode Friction Stir Spot Welding
(FSSW) di antaranya :
a. Bagaimana pengaruh konduktivitas termal backing plate terhadap temperatur
pengelasan FSSW
b. Bagaimana pengaruh konduktivitas termal backing plate terhadap beban tarik
geser hasil FSSW
3c. Bagaimana pengaruh konduktivitas termal backing plate terhadap kekerasan
hasil FSSW
d. Bagaimana pengaruh konduktivitas termal backing plate terhadap struktur
makro dan mikro
1.3 Batasan Masalah
Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Permukaan spesimen plat AA5052-H32 dianggap rata dan lurus
2. Gaya pencekaman oleh ragum dianggap sama.
3. Kedalaman dan kecepatan pemakanan konstan.
4. Rpm tool dan plunge dept dianggap sama 1000rpm, 2.2mm dan dwell time
5s.
5. Konduktivitas termal backing plate ditentukan berdasarkan tabel Appendix A
dari buku “Fundamental of Heat And Mass transfer”.
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah :
a. Mengetahui pengaruh konduktivitas termal backing plate terhadap
temperatur pengelasan.
b. Mengetahui pengaruh konduktivitas termal backing plate terhadap beban
tarik geser hasil las pada pengelasan friction stir spot welding plat AA5052-
H32.
c. Mengetahui pengaruh konduktivitas termal backing plate terhadap kekerasan
sambungan las yang dihasilkan dari pengelasan friction stir spot welding plat
AA5052-H32.
d. Mengetahui pengaruh konduktivitas termal backing plate terhadap struktur
makro dan mikro dari material yang dihasilkan dari pengelasan friction stir
spot welding plat AA5052-H32.
1.5 Manfaat Penelitian
Manfaaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
4a. Menambah pengetahuan tentang teknologi pengelasan khususnya metode las
FSSW.
b. Memberikan pengetahuan tentang teknologi pengelasan material alumunium
alloy.
c. Menambah pengetahuan tentang pengaruh konduktivitas termal backing
plate yang baik demi mendapatkan hasil sambungan yang lebih baik pada
metode pengelasan FSSW material AA5052-H32.
1.6 Sistematika Penulisan
Penulisan laporan yang disusun penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah
sebagai berikut:
 BAB I PENDAHULUAN
Bab ini merupakan pendahuluan dari laporan yang berisi latar belakang,
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat dari penelitian ini.
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini berisi dasar teori-teori yang digunakan dalam pembahasan
analisa maupun teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
 BAB III METODOLOGI
Pada bab ini akan dibahas metodologi yang digunakan untuk mengerjakan
penelitian ini.
 BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi pengolahan data dan analisa data yang didapat yang diangkat
sebagai topik pada skripsi ini.
 BAB V PENUTUP
Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai referensi untuk penelitian
lebih lanjut nantinya.
 DAFTAR PUSTAKA
 LAMPIRAN
